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NOVELTY - Electrically conducting, thermoplastic adhesive film 
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USE - The film is used for implanting electrical modules in a card 
holder with a cut-out holding an electronic module with contact areas 
on the first side and an integrated circuit on the second side and 
leads connecting its terminals to the contact areas, with the second 
side is bonded to the card; and for structural bonding, optionally 
followed by thermal cure (all claimed). It is useful for bonding 
elements in data carriers or electronic devices, especially in small 
and flexible electronic equipment, electronic games and chip cards, 
including smart cards. 

ADVANTAGE - The film gives both a good permanent bond and an 
electrically conductive contact The adhesive has high cohesion and 
elasticity at room temperature and high adhesion to the usual chip card 
materials, e.g. polyvinyl chloride, polycarbonate, polyethylene 
terephthalate or acrylonitrile/butadiene/styrene terpolymer. It can be 
activated below the softening temperature of the card material 
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(57) Abstract 



The invention relates to an electroconductive, thermoplastic and heat-activated adhesive film containing the following: i) 30 to 89.9 
wt. % of a thermoplastic polymer, ii) 5 to 50 wt % of one or more tackifying resins and/or iii) 5 to 40 wt. % epoxide r&sins with hardeners 
and optionally, accelerators and iv) 0.1 to 40 wt. % silvered glass beads or silver particles. 

(57) Zusammenfassung 

Elektrisch leitfahigc, therm opl as tische und hitzeaktivieibare Klebstoff folic, enthaltend: i) cin thcrmoplastisches Polymer mit einem 
Anteil von 30 bis 89,9 Gew.-9b; ii) ein odcr mchrere klebrigmachende Harze mit einem Anteil von 5 bis 50 Gew.-% und^dcr iii) 
Epoxidharze mit HSrtem, gegebenenfalls auch Beschlcunigem, mit einem Anteil von 5 bis 40 Gew.-%; iv) versilberte Glaskugeln oder 
Silberpartikcl mil einem Anteil von 0»l bis 40 Gew.-%. 
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Beschreibung 

Elektrisch leitfahige, thermopiastische und hitzeaktivierbare Kiebstoffolie 

Die Erfindung beschreibt eine elektrisch leitfahige. thermopiastische und 
hitzeaktivierbare Kiebstoffolie, wie sie zur dauerhaften Verbindung von zwei 
Gegenstanden verwendet wird. 



Eiektronische Bauteile werden zunehmend kleiner, wodurch ihre Handhabung und 
Verarbeitung immer weiter erschwert wird. Vor allem beim Herstellen von eiektrischen 
Kontakten zwischen den Bauteilen und/oder den Anschlussen zeigt sich. dad 
herkommliches Loten die entsprechenden Kontakte nicht mehr einfach und 
kostengunstig verbinden kann. 

Die Verklebung elektronischer Bauteile durch elektrisch leitfahige Klebstoffschichten ist 
deshalb eine sich entwickelnde Alternative. 

Fur den Bereich der elektrisch leitfahigen Klebebander ist es Stand der Technik. 
leitfahige Pigmente wie RuB. Metallpulver, ionische Verbindung u.a. in Klebemassen 
einzusetzen. 

Bei ausreichenden Mengen berCihren sich die Partikel untereinander und die Moglichkeit 
des Stromflusses von Partikel zu Partikel ist gegeben. Der Stromflufl ist hier nicht 
richtungsorientiert (isotrop); fur spezielle Anwendungen wie eiektronische Schalter, 
Kontaktiemng von Leitern etc. besteht aber die Fordemng, elektrische Leitfahigkeit nur 
in Dickenrichtung (z-Richtung) durch das Klebeband zu erzielen, dafur aber keine 
Leitfahigkeit in der flachigen Ausdehnung (x-y-Ebene) der Klebeschicht. 

In speziellen Fallen ist femer sicherzustellen/zu fordern, daS die leitfahigen Stellen 
durch die Klebeschicht (in z-Richtung) 



Bestatigungskopie 
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> homogen verteilt sind, so da& beliebige Stellen des Kiebebands 

- identisch verwendet und zu gleichen Ergebnissen fuhren; 

- kleine Querschnitte haben, urn auch im Bereich der Elektronik eng zusammen 
liegende Leiterbahnen selektiv ohne Gefahr von Kurzschlussen verbinden zu konnen 
und dad 

- die leitfahigen Stellen untereinander isollert sind. indem die Zwischenraume mit nicht 
leitenden Materialien ausgefullt sind. 

Das US-Patent US 3.475.213 beschreibt statistisch verteilte spharische Partikel. die 
ganz aus einem leitfShigen Metal! bestehen Oder mit einer elektrisch leitfahigen Schicht 
versehen sind. Die besten Ergebnisse werden mit Partikein erzielt. die nur wenig kleiner 
sind. als die Oicke der Klebemasseschicht ist. 

Mit dem US-Patent US 5.300,340 warden durch ein spezielles Herstellverfahren mit 
einer rotierenden Trommel, die elektrisch leitfdhige Partikel in die Klebemasse plaziert. 

Beide der oben beschriebenen Haftklebebander basieren auf selbstklebenden 
Acrylatpolymerklebemassen und konnen zwei Substrate nicht mit einer Festigkeit 
verbinden. wie sie fur eine dauerhafte Verklebung vonnoten ist. Vor ailem 
Verbindungen, die dauerhaft oder wiederholt belastet werden, wie zum Beispiel durch 
Zug-. Torsions- oder Scherkrafte, zeigen bereits nach kurzer Zeit Abloseerscheinungen. 
Das liegt darin begrundet, daS beim zitierten Stand der Technik die generell niedrige 
Klebkraft der PSA-Klebebander durch den Zusatz von elektrisch leitenden Partikel 
weiter herabgesetzt wird. Die Verbindungstechniken sind deshalb nicht ausreichend, um 
dauerhafte Verbindung bei mechanisch beanspruchten elektronischen Kontakten zu 
gewahrieisten. 

Die zugefugten Partikel setzen zum einen die Verklebungsfestigkeit herab, zum anderen 
bewirken sie einen Abstand des Kiebebands zur Oberflache, da die Partikel zu einem 
gewissen Grad aus der Oberflache herausragen, was zur Verbessenjng der elektrischen 
Leitfahigkeit durchaus erwunscht ist. 
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Bei einem Produktaufbau. wie sie das US-Patent US 5,300,340 beschreibt, nutzt man 
diesen bewuBt. indem man groBere Partikel einmischt, die einen Durchmesser 
aufweisen. der oberhalb der Dicke der Klebemasse liegt. 

Die oben vorgestellten Verfahren zeigen nicht nur unzureichende 
Verbindungsfestigkeiten fur mechanische beanspruchte elektrische Kontakte. sie lassen 
sich auch wieder losen, wodurch Manipulationen mdglich sind und Urheberrechte 
insbesondere bei sensiblen elektronischen Bauteilen leicht verietzt werden konnen. 
Vor allem bei elektronischen Geraten, die klein und flexibel sind und die in 
elektronischem Spielzeug Oder Chipkarten venA^endet werden. ist die elektrisch leitende 
Klebeverbindung haufig nicht durch ein starres Gehause geschutzt, muB 
Biegebelastungen standhalten, ohne den elektrischen Kontakt zu verlieren. und ist fur 
solche Manipulation anfallig. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugmnde. bei einer Verklebung eines Tragerelements in 
Datentragem Oder elektronischen Bauteilen mit Hilfe einer thermoaktivierbaren 
Klebeschicht eine gute und dauerhafte Verbindung zu erzielen bei gleichzeitiger 
Herstellung eines elektrisch leitfahigen Kontaktes. 

Geldst wird diese Aufgabe durch eine Klebstoffolie, wie sie in dem Hauptanspmch 
naher gekennzeichnet ist. Gegenstand der Unteranspruche sind vorteilhafte 
Weiterbildungen des Erfindungsgegenstands. 

ErfindungsgemaB enthalt die elektrisch teitfahige. thermoplastische und 
hitzeaktivierbare Klebstoffolie 

i) ein thermoplastisches Polymer mit einem Anteil von 30 bis 89,9 Gew.-%. 

ii) ein Oder mehrere klebrigmachende Harze mit einem Anteil von 5 bis 50 Gew.-% 
und/oder 

iii) Epoxidharze mit Hartem. gegebenenfalls auch Beschleunigem. mit einem Anteil von 
5 bis 40 Gew.-%, 
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iv) versilberte Glaskugein Oder Silberpartikel mit einem Anteil von 0,1. ganz besonders 
bevorzugt 10 Gew.-%. bis 40 Gew.-%. 

Die Klebstoffolie ist eine Mischung von reaktiven Harzen, die bei Raumtemperatur 
vemetzen und ein dreidimensionales, hochfestes Polymemetzwerk bilden, und von 
dauerelastischen Elastomeren. die einer Versprodung des Produktes entgegenwirken. 
Das Elastomer kann bevorzugt aus der Gruppe der Potyolefine, Polyester. Polyurethane 
Oder Polyamide stammen oder ein modifizierter Kautschuk sein, wie zum Beispiel 
Nitrilkautschuk. 

Die insbesondere bevorzugten themioplastischen Polyurethane (TPU) sind als 
Reaktionsprodukte aus Polyester- Oder Polyetherpolyolen und organischen 
Diisocyananten wie Diphenylmethandiisocyanat bekannt. Sie sind aus uberwiegend 
linearen Makromolekulen aufgebaut. Solche Produkte sind zumeist in Form elastischer 
Granulate im Handel erhaltlich, zum Beispiel von der Bayer AG unter dem 
Handelsnamen „Desmocoir. 

Durch Kombination von TPU mit ausgewahlten vertraglichen Harzen kann die 
EnA^eichungstemperatur der Klebstoffolie ausreichend gesenkt werden, so dali eine 
Verformung des Kartenkorpers wahrend des Hersteliungsprozesses ausgeschlossen ist. 
Parallel dazu tritt sogar eine Erhohung der Adhasion auf. Als geeignete Harze haben 
sich beispielsweise bestimmte Kolophonium-, Kohlenwasserstoff- und Cumaronharze 
erwiesen. 

Altemativ dazu kann die Reduziemng der Erweichungstemperatur der Klebstoffolie 
durch die Kombination von TPU mit ausgewahlten Epoxidharzen auf der Basis von 
Bisphenol A und/oder F und einem latenten Harter erreicht werden. Eine Klebstoffolie 
aus einem derartigen System eriaubt ein Nachharten der Klebfuge. entweder allmahlich 
bei Raumtemperatur ohne jeden weiteren auReren Eingriff Oder kurzzeitig durch eine 
gezielte Temperiemng der Karten nach der Herstellung. Auf diese Weise kann ein 
spateres, zerstomngsfreies Herauslosen des Chips in krimineller Absicht, zum Beispiel 
unter VenA^endung eines ubiichen Bugeleisens, unterbunden werden. 



wo 00/01782 



5 



PCT/EP99/04539 



Durch die chemische Vemetzungsreaktion der Harze werden groSe Festigkeiten 
zwischen dem Klebefilm und der zu verklebenden Oberflache erzielt und eine hohe 
innere Festigkeit des Produktes erreicht. 

Die Zugabe dieser reaktiven Harz/Hartersystemen fuhrt dabei auch zu einer 
Emiedrigung der Erweichungstemperatur der oben * genannten Polymere, was ihre 
Verarbeitungstemperatur und -geschwindigkeit vorteilhaft senkt. Das geeignete Produkt 
ist ein bei Raumtemperatur Oder leicht erhdhten Temperaturen selbsthaftendes Produkt. 
Beim Erhitzen des Produktes kommt es kurzfristig auch zu einer Emiedrigung der 
Viskositat wodurch das Produkt auch rauhe OberflSchen benetzen kann. 

Die in der Kiebstoffolie enthaltenen Kugein ermoglichen lediglich eine Leitfahigkeit in z- 
Richtung; in der x-y-Ebene kommt wegen der fehlenden Beruhmng untereinander keine 
Leitfahigkeit zustande. 

Die Zusammensetzungen fur die Kiebstoffolie lassen sich durch Veranderung von 
Rohstoffart und -anteil in weitem Rahmen variieren. Ebenso konnen weitere 
Produkteigenschaften wie beispielsweise Farbe, thermische oder elektrische 
Leitfahigkeit durch gezielte Zusatze von Farbstoffen, mineralischen bzw. organischen 
Fullstoffen und/oder Kohlenstoff- bzw. Metallpulvem erzielt werden. 

Vorzugsweise weist die Kiebstoffolie eine Dicke von 20 bis 500 |jm auf. 

Die Silberpartikel konnen aus reinem Silber bestehen, konnen aber auch aus einer 
Legierung gefertigt sein, die dann zu einem erheblichen Anteil Silber enthalten sollte, 
um die Leitfahigkeit sicherzustellen. 

Wenn im folgenden von den (versilberten) Glaskugein die Rede ist, weiB der Fachmann, 
da& diese enA^ahnten Silberpartikel stets mitzulesen sind. 
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Der Durchmesser der versilberten Glaskugein ist in einer ersten vorteilhaften 
Ausfuhrungsform der Erfindung zumindest gleich der Dicke der Klebstoffolie. kann aber 
auch etwas uber der Dicke der herzustellenden Klebstoffolie liegen. 

In einer altemativen vorteilhaften Ausfuhmngsform der Klebstoffolie ist der Durchmesser 
der Glaskugein zwischen 10 und 20 pm geringer als die Dicke der Klebstoffolie. 

Welcher Durchmesser der Glaskugein erfindungsgemali gewahit wird. ist vom jeweiligen 
Einsatzzweck der Klebstoffolie abhangig. 

Wenn der Durchmesser der Glaskugein oberhalb der Klebstoffoliendicke liegt, konnen 
aus der Klebstoffolie herausragende Glaskugein zu unerwunschten Lufteinschlussen in 
der Klebefuge fuhren, was die Verbindungsstarke herabsetzen kann. Unter ungunstigen 
Bedingungen kann dies dazu fuhren, daft die Glaskugein in einer elastischen Klebefuge 
bei mechanischen Belastungen den Kontakt verlieren, der erst durch erneutes 
Verpressen wieder hergestellt werden kann. 

Bei einigen Anwendungen steht daher die Verbindungsfestigkeit gegenuber der 
Leitfahigkeit im Vordergmnd. Dabei muB bei hohem Druck und bei erhohter Temperatur 
verklebt werden. In diesem speziellen Fall kann auf aus der Klebstoffolie 
herausragende, elektrisch leitfahige Glaskugein verzichtet werden. 
Die leitfahigen Glaskugein konnen dann etwa 10 bis 20 pm kleiner als die Dicke der 
Klebstoffolie sein und damit ein leichtes Anheften und vollflachiges Verkleben ohne 
Lufteinschlusse ermoglichen. 

Die elektrischer Kontakt wird trotzdem hergestellt, da bei diesen 
Verklebungsbedingungen die Viskositat der Klebemasse so sehr erniedrigt wird, daft sie 
verdrangt und die Dicke der Klebfuge verringert wird. Dies geschieht zum Beispiel beim 
Verkleben von Modulen in Smart Cards. Hier wird ein Dmck von 60 N pro Modul und 
eine Stempeltemperatur von ca. 200 ''C gewahit. Unter diesen Bedingungen erhalten die 
leitfahigen Glaskugein einen elektrisch leitfahigen Kontakt, da die Klebemasse 
verdrangt wird und in einen Hohlraum unter dem Chipmodul ausweichen kann. 



wo 00/01782 



PCT/EP99/04539 



7 

Wichtig ist dies zum Beispiel bei der Modulimplantierung in eine Karte mit einer Antenne 
in dem Kartenkorper. 

Besonders vorteilhaft kann die erfindungsgema&e Ktebstoffolie eingesetzt werden zum 
Implantieren von elektrischen Modulen in einen Kartenkorper, der mit einer Aussparung 
versehen ist, in die ein elektronisches Modut anzuordnen ist, das auf der ersten Seite 
mehrere Kontaktflachen und auf der der ersten Seite gegenuberliegenden zweiten Seite 
einen tC-Baustein aufweist, dessen AnschluQpunkte uber elektrische Leiter mit den 
Kontaktflachen verbunden sind. wobei die Klebstoffolie zur Verbindung der zweiten 
Seite des Moduls mit dem Kartenkorper dient 

Vorzugsweise hat in diesem Falle die Klebstoffolie die gleichen Mafle wie das Modul 
und llegt als Stanzling vor. 

Danijber hinaus ist auch die Verwendung der Klebstoffolie zum strukturellen Kleben, 
gegebenenfalls mit anschlieSender Hitzehartung, moglich. 

Die Erfindung beschreibt eine elektrisch leitfahige, thermoplastische und 
hitzeaktivierbare Klebstoffolie, wie sle zur dauerhaften Verbindung von zwei 
Gegenstanden verwendet wind. Im Gegensatz zu Verklebungen mit einem 
Haftklebeband werden hierbei Festigkeiten, wie sie im konstruktiven Bereich benotigt^ 
werden, dauerhaft en-eicht und auch bei chemischen, thermischen Oder klimatischen 
Belastungen beibehalten. 

Zur Herstellung der Klebstoffolie wird die die Folie bildende Masse als Losung auf ein 
flexibles Substrat (Trennfolie oder Trennpapier) gegossen und getrocknet, so dali die 
Masse von dem Substrat leicht wieder entfemt werden kann. 
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Nach entsprechender Konfektionierung konnen Slanzlinge oder Rolle von dieser 
Klebstoffolie bei Raumtemperatur oder bei leicht erhdhter Temperatur auf das zu 
verklebende Substrat (elektronisches Bauteil. Modul etc.) aufgeklebt werden. 

Die zugemischten reaktiven Harze sollten bei der leicht erhohten Temperatur noch keine 
chemische Reaktion eingehen. So muB die Verklebung nicht als einstufiges Verfahren 
erfolgen, sondern auf eines der beiden Substrate kann einfachheitshalber. wie bei 
einem Haftklebeband, zunachst die Klebstoffolie geheftet werden, indem man in der 
Warme laminiert. Beim eigentlichen HeiBklebeprozess mit dem zweiten Substrat hartet 
das Harz dann ganz oder teilweise aus und die Klebefuge erreicht die hohe 
Verklebungsfestigkeit weit oberhalb denen von Haftklebesystemen. 
Die Klebstoffolie ist dementsprechend insbesondere fur ein HeifJverpressen bei 
Temperaturen unter 120 'C, insbesondere bei 80 bis 100 X, geeignet 

Anders als leitfahig gefiillte Fliissigkleber oder Klebepasten, die meist zur isotrop 
leitfahigen Verbindung geeignet sind, hartet die beschriebene Klebstoffolie aber nicht zu 
einem sproden Film aus. sondern bleibt durch das ausgewogene Verhaltnis von 
Vernetzerharz und elastischen Kautschuk in einem zahelastischen Zustand, wodurch 
insbesondere Schalbewegungen und - Beanspmchungen gut uberstanden werden 
konnten. Der groSe Vorteil des beschriebenen Klebefilms kommt uberall dort zum 
Tragen, wo bisher eine Verklebung oder Befestigung und eine elektrisch leitende 
Verbindung in zwei separaten Schritten durchgefuhrt wurde. Das bedeutet in den 
allermeisten Fallen auch ein erhohter Platzbedarf fur Befestigung und leitfahiger 
Verknupfung, was bei kleineren elektronischen Bauteilen von Nachteil ist. Auch bendtigt 
der separat durchgefiihrte Verklebungsschritt eine spezielles Equipment und teure 
Maschinen. 

Die erfindungsgemalien Klebstoffolien zeichnen sich somit durch eine Reihe von 
Vorteilen aus: 

• Sie besitzen eine hohe Kohasion und Elastizitat bei Raumtemperatur. 

• Sie zeigen eine hohe Adhasion auf den iibiichen Chip-Kartenmaterialien wie 
beispielsweise PVC, PC. PET oderABS. 
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• Sie sind aktivierbar unterhalb der Erweichungstemperatur der Kartenmaterialien. 

Daruber hinaus weisen Chipkarten, deren Module mit einer erfindungsgemaBen 
Klebstoffolie eingeklebt werden, eine besonders hohe Biegefestigkeit auf. Dies beweist 
die Durchfuhrung eines Oauerbiegetests unter standigem Lastwechsel. nach DIN EN 20 
178. 

Im folgenden soil anhand mehrerer Beispiele die erfindungsgema&e Klebstoffolie 
verdeutlicht werden, ohne die beschriebene Erfindung unndtig einschranken zu wollen. 

Beispiel 1 

Die folgenden Bestandteile wurden in einem Aceton/Methy-ethyl-Keton-Gemisch gelost 
und als Losung auf ein stlikonisiertes Papier aufgetragen und anschlieBend getrocknet. 





Handelsname 


Gew.-% 


Thenmoplast PU (TPU) 


Desmocoll 400 


55 


Epoxidharz (Bisphenol A) 


Rutapox 0164 


25 


Dicyandiamid 


Dyhard 100 S (SKW Trostberg) 


5 


versilberte Glaskugein 


Conductofil 20-60 


15 


Dicke der getrockneten Klebstoffolie pm 58 


ASTMD 1000 


Gewicht des Klebstoffolie 


g/m^ 55 


ASTM D 1000 


Durchgangswiderstand 


mn 3,5 


ASTM D 2739 


spez. Widerstand 


Qm 0,30 


ASTM D 2739 


Verklebungsfestigkeit 


N/mmMO 


DIN EN 1465 
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Beispiel 2 



Die folgenden Bestandteile wurden in einem Aceton/Methy-ethyl-Keton-Gemisch geloet 
und als Losung auf ein silikonisiertes Papier aufgetragen und anschiie&end getrocknet. 



Substanzklasse 

Nitrilkautschuk 
Phenolharz 
Alterungsschutzmlttel 
versilberte Glaskugein 

Dicke der getrockneten Klebstoffolie 
Gewicht des Klebstoffolie 
Durchgangswiderstand 
spez. Widerstand 
Verklebungsfestigkeit 



Gew.-% 
55 
29.8 
0.2 
15 



Mm 


59 


ASTM D 1000 


g/m* 


55 


ASTM D 1000 


mn 


3.5 


ASTM D 2739 


Qm 


0.32 


ASTM D 2739 


N/mm«7,0 


DIN EN 1465 
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Elektrisch leitfahige, thermoplastische und hitzeaktivierbare Klebstoffolie 

Patentanspruche 

1. Elektrisch leitf^hige, thermoplastische und hitzeaktivierbare Klebstoffolie, enthaltend 
1) ein thermoplastisches Polymer mit einem Anteil von 30 bis 89,9 Gew.-%, 

it) ein oder mehrere klebrigmachende Harze mit einem Anteil von 5 bis 50 Gew.-% 
und/oder 

iii) Epoxidharze mit Hartem, gegebenenfalls auch Beschleunigern. mit einem Anteil 
von 5 bis 40 Gew.-%, 

iv) versilberte Glaskugein oder Silberpartikel mit einem Anteil von 0,1 bis 40 
Gew.-%. 

2. Klebstoffolie nach Anspmch 1, dadurch gekennzeichnet, dali es sich beim 
themnoplastischen Polymer urn thermoplastische Polyoiefine, Polyester, Polyurethane 
Oder Polyamide oder modifizierte Kautschuke, wie insbesondere Nitrilkautschuke, 
handelt. 

3. Klebstoffolie nach den Anspruchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, da(i die 
Klebstoffolie mit einem oder mehreren Additiven wie Farbstoffen, mineralischen bzy^. 
organischen Fullstoffen, beispielsweise Siliziumdioxid, Kohlenstoffpulvern und 
Metallpulvem abgemischt ist. 

4. Thermoplastische Klebstoffolie nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daS die Klebstoffolie eine Dicke von 20 bis 500 pm aufweist. 

5. Thermoplastische Klebstoffolie nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, daS Durchmesser der Glaskugein zumindest gleich der Dicke der 
Klebstoffolie ist. 
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6. Thermoptastische Klebstoffolie nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch 
gekennzeichnet, da& Durchmesser der Glaskugein zwischen 10 pm und 20 pm 
geringer ist als die Dicke der Klebstoffolie. 

7. Thermopiastische Klebstoffolie nach den Anspruchen 1 bis 6, dadurch 
gekennzeichnet. daR die Klebstoffolie fur ein HeiBverpressen bei Temperaturen unter 
120 ''C, insbesondere bei 80 bis 100 ""C. geeignet ist. 

8. Thermopiastische Klebstoffolie nach den Anspruchen 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet dad die Klebstoffolie die gleichen MaBe wie das Modul hat und als 
Stanzling vorliegt. 

9. VenA^endung einer Klebstoffolie nach einem der Anspruche 1 bis 8 zum Implantieren 
von elektrischen Modulen in einen Kartenkorper, der mit einer Aussparung versehen 
ist, in die ein elektronisches Modul anzuordnen ist, das auf der ersten Seite mehrere 
Kontaktflachen und auf der der ersten Seite gegenuberliegenden zweiten Seite einen 
IC-Baustein aufweist, dessen AnschluSpunkte uber elektrische Leiter mit den 
Kontaktflachen verbunden sind, wobei die Klebstoffolie zur Verbindung der zweiten 
Seite des Moduis mit dem Kartenkorper dient. 

10. Verwendung einer Klebstoffolie nach einem der Anspruche 1 bis 8 zum staikturellen 
Kieben, gegebenenfalls mit anschlieBender Hitzehartung. 
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